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Podktadka MagicPad silikonowa do
BGA CPU IC reballingu iPhone

ID produktu: 22631

Cena netto: 28,46 PLN
Cena brutto: 35,00 PLN

Waga: 0,10 kg

Opis produktu:

Podktadka MagicPad silikonowa do BGA CPU IC reballingu iPhone mata zaprojektowana specjalnie do naprawy uktadéw
BGA w telefonach iPhone, w szczegdlnosci niezstgpiona odczas naprawy Fingerprint , Face Dot Matrix, kamery, przycisku

Home. Ma zastosowanie przy pracach przy wszystkich uktadach typu BGA

Przejdz do produktu

Dane kontaktowe: Adres:

Telefon: +48 17 227 00 25 Multi-COM Sp. z 0.0.

Infolinia:0 801671717 ul. Stanistawa Krzaklewskiego 31b
E-mail: biuro@multi-com.pl 36-100 Kolbuszowa

Skype: Multi-COM POLSKA
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